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Abstract (en)
The blister pack arrangement has a blister pack, which has a cavity (7) for receiving a medication dosage and a closure film. Each medication
dosage is squeezed out through the closure film by pressing out the respective cavity for sampling. A conductive path carrier is aligned relative to
the cavities of the blister pack such that a conductor (1) is disconnected within the surface by pressing out the medication dosage. The surface is
defined by perpendicular projection of the cavity on the conductive path.

Abstract (de)
Eine Blisterpackungsanordnung weist einen Leiterbahntrédger mit einer Leiterbahn (1) auf, die tGber die durch senkrechte Projektion der Kavitaten (7)
auf den Leiterbahntrager definierten Flachen verlauft, so dass die Leiterbahn (1) durch Herausdriicken einer Medikamentendosis durch eine dieser
Flachen unterbrechbar ist. Das Reif3en eines Stegteils (2) am Umfang der durch senkrechte Projektion einer Kavitét (7) auf den Leiterbahntrager
definierte Flache wird dadurch vermieden, dass das zu durchtrennende Stegteil (2) in die durch senkrechte Projektion der Kavitat (7) auf den
Leiterbahntrager definierte Flache hinein verlegt wird. Gegentiber der herkdmmlichen Ausfiihrung eines Stegteils (2) am Rand der durch senkrechte
Projektion der Kavitat (7) auf den Leiterbahntrager definierten Flache ergeben sich so glinstigere Krafteinleitungsverhaltnisse, welche das Stegteil
(2) leichter reiBBen lassen. Alternativ kann auch auf das Stegteil (2) ganz verzichtet und ein innerhalb der durch senkrechte Projektion der Kavitat (7)
auf den Leiterbahntrager definierten Flache angeordneter Stanzlinienabschnitt direkt mit der Leiterbahn (1) Gberdruckt werden.
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